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摘要(译)

本发明涉及超声换能器上的嵌入式电路以及制造方法。在背衬块(54)内嵌
入一个或多个芯片、集成电路(44)、或半导体(44)。形成背衬材料(54)的
平面薄片(32)，其中集成电路(44)位于薄片(32)中的孔(34)内。轨道(46)
把集成电路(44)连接到电极或所暴露的传导表面(52)。多个平面薄片(32)
可以利用晶片处理来制造，比如在背衬材料(54)的晶片中对芯片的拾取和
放置(16)以及IC重新分配用于形成轨道(46)。从晶片切割不同的薄片
(32)，并彼此相邻地堆叠(22)。换能器与所暴露的电极或背衬(54)的传导
表面(52)相连接。
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